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⼀一、操作前檢查 
1.登記使⽤用紀錄本 
2.檢查溫度＜25℃及溼度＜60％ 
3.檢查排氣閥在 ON 的位置（如下圖） 
4.檢查氣體氣體閥均開啟且壓⼒力皆在⿊黑線上（如下圖） 

 
  



⼆二、儀器操作⽅方式 
1.刷卡機 
2.按機台 Power ON → 按螢幕上『Start』並檢查 Pump 是否正常運作 

 
3.螢幕出現後，在 Menu 畫⾯面下，按『Alarm』，檢查儀器開機是否正常 
4.儀器開機正常後 →進⼊入 Mode 畫⾯面 →檢查 User Level 在 Maintain 及 
Control Mode 在『Auto』 
※如 Control Mode 不是在『Auto』者，則儀器無法在 Main 畫⾯面下執⾏行
『Start』 
※如 User Level 不是在 Maintain 者：輸⼊入密碼:『1234』→輸⼊入密碼後按 

 
5.回到 Menu ⾴頁⾯面後，按『Recipe』→進⾏行修改 Recipe 

 
※ Recipe1 ~ Recipe10 請勿設定更動原設定值 
（Recipe1 為開機；Recipe10 為 clean） 
※ Recipe11 ~ Recipe99 提供給 User 設定使⽤用 



6.待進⼊入 Main ⾴頁⾯面後，Recipe 輸⼊入『1』，按住 Start 三~五秒後，機台進⾏行
破真空；完成破真空後蜂鳴器會響，並按下『BZ』使蜂鳴器停⽌止聲響。 
7.蜂鳴器停⽌止聲響後，開啟 chamber，更換所需之電極模式，將 sample ⾄至
於兩電極中間後，關上 chamber。 

 

 
※電極模式： 
RIE 模式（⾮非等向性蝕刻）：左上右下或兩電極都在左邊 
PE 模式（等向性蝕刻）：右上左下 
8.選取 Recipe →按下『Config Recipe』，呈現橘⾊色；可查看設定之 recipe 
→再按下『Config Recipe』，呈現紅⾊色；回到儀器偵測模式 
9.按下『Start』 鍵 3~5 秒 →機台即開始執⾏行『auto run』程式 
※ REF（反射功率）：須⼩小於設定輸出功率的 1％ 
10.待製程完成後 →程式會⾃自動破真空，待蜂鳴器會響，按下『BZ』蜂鳴器停 
⽌止聲響，即可打開 chamber 取出 sample。 
11.要繼續實驗者，則重複 8 ~ 11 步驟；若實驗欲結束者，請將 Sample 取出， 
並將電極模式插回 RIE Mode 且選取『Recipe10』，進⾏行關機 clean 
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12.Recipe10 完成後（關機 clean）不要再打開 chamber →按，『Menu』
進⼊入， 『Mode』後按『Manual』→按 Page 的 Next ⾄至『Flow』⾴頁⾯面 

 
13.進⼊入 Flow ⾴頁⾯面後，CHECK『RP』為 ON →按『BV1』進⾏行抽真空，待壓
⼒力⼩小於 10Pa，將『BV1』關閉 →然後再將『RP』關閉 
14.按『Menu』→再按『Main』回到 Main ⾴頁⾯面後按下機台 Power off 即完
成儀器關機，最後刷卡機登出。 
 


